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半导体集成电路设计行业
业务需求及解决方案
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电子设计自动化(EDA)
• 电子设计自动化(Electronic Design Automation)，是在电子

CAD基础上发展起来的软件系统。设计者在EDA软件平台上，用
硬件描述语言(HDL)完成设计文件，然后由计算机自动完成电路
逻辑的编译、化简、优化、布局、布线和仿真，直至对特定目标
芯片的适配编译、逻辑映射和编程下载等工作。

• EDA软件是IC设计的技术核心。使用EDA工具，将芯片的电路设
计、性能分析、IC版图等流程环节由计算机自动完成，极大提升
了IC设计的效率和可操作性。

• 2019年全球EDA软件市场规模105亿美金，三大EDA软件厂商
Synopsys、Cadence、Mentor Graphics(西门子收购)占总收入
70%；中国大陆地区2018 EDA软件市场规模5亿美金，三大EDA
软件厂商市场份额超过95%。

• EDA软件IP授权昂贵。2010年联发科与Cadence EDA软件订单
5000万美元，2014年华为与Cadence EDA软件订单3000万美元。
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 EDA IC设计流程

• 使用EDA工具进行IC设计，主要包含前端

设计和后端设计两大阶段。

• 前端设计，侧重逻辑设计，根据芯片规格

书完成芯片的逻辑和集成，使用仿真验证

工具完成SOC的设计验证。

• 后端设计，侧重物理设计，根据前端设计

产生的门级网表，通过EDA工具进行布局

布线和物理验证。

Design Specification
规格制定

Design Capture(RTL)
详细设计(RTL级描述)

Functional Verification
功能验证

Synthesis
仿真

Timing Analysis
时序分析

Place & Route
布局、布线

Extraction
寄生参数提取

Physical Verification & Sign 
off

版图物理验证、Sign off分析
Tape out

流片

前
端
设
计

后
端
设
计
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EDA IT计算需求及解决方案
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EDA IT计算性能的需求 ü更快的计算速度，加速各流程(设计、
验证、模拟、测试)所需要的计算时
间，抢占市场先机，获取市场份额
和高额利润。

üEDA软件授权费用高昂且按时长计
费，缩短IC设计所需计算时间，意
味着软件费用的大幅节省。
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EDA软件工具计算需求分析

Synopsys VCS，CPU利用率高，同时
间只会使用3-4个CPU core 

Mentor Questa，计算负
载主要在一个CPU core

Cadence MMSIM，计算负责通常固定
在一半的CPU core上

Mentor Calibre，计算可以很好使用
CPU多核资源
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PowerEdge DPAT性能优化技术
• Dell EMC PowerEdge服务器，内置DPAT性能优化技术(Dell Processor Acceleration Technology)

ü  DPAT可以使CPU Core在turbo boost上获得更稳定的效能输出

ü  DPAT pro可以精细到同一系统，不同CPU有各自的优化模板

ü  Dell EMC PowerEdge服务器针对高性能计算提供BIOS优化方案，提升计算性能，减少EDA各流程计算时间

Without Turbo

Core 4，Thread 4

Core 3，Thread 3

Core 2，Thread 2

Core 1，Thread 1

time
t1

With Independent Turbo

Core 4，Thread 4

Core 3，Thread 3

Core 2，Thread 2

Core 1，Thread 1

time
t1 tn

With Dell Controlled Turbo

Core 4，Thread 4

Core 3，Thread 3

Core 2，Thread 2

Core 1，Thread 1

time
t1 tn
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面向EDA环境的PowerEdge服务器BIOS优化
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PowerEdge EDA performance benchmark

Source：2020 TDK EDA benchmark POC

• Dell EMC PowerEdge C6420服务器，参与2020 TDK EDA benchmark测试中，
29.34小时完成全部测试，同步2019平均标准值快5742秒，节省计算用时5.2%。

• 通过服务器BIOS优化，提升总体计算性能2.5%。
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EDA IT存储需求及解决方案
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EDA IT存储容量的需求

Design Node (nm)

摩尔定律: 每两年集成电路晶体管数

量就翻倍
根据我们在台积电的经验：制程每进步一

代需要至少两倍的Core数 (比如10nm到

7nm需要跑两倍的模拟任务数量)  ；

制程每进步一代需要至少两倍的非结构化

储存空间 (比如一个10nm项目需要600TB，

7nm就需要1.2PB)；

Per Project  Storage (TB)
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EDA软件数据存储需求

• Client采用automount

• 目录结构如/projects，/scratch，/tools，/home.. 

• Metadata的IO loading最重

• 主要采用NFSv3协议

   存储目录结构示例

   冷热数据比例

 大文件与
 小文件比例

•  前端设计
ü  大量的小文件
ü  随机IO需求
ü  目录深度
  

•  后端设计
ü  大文件
ü  顺序IO需求
ü  写性能
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今日EDA行业客户主要面临的Storage问题

14

• 性能和容量需求快速增长，用户对传统存储能否满足需求存疑。

•  Project很多，不同project性能压力不同，会有局部性能热点。

•  用户的一个project初始分配容量用完后，后续增加的容量不在同一个卷，目录怎么分配? 

数据怎么迁移? 怎么保护? 使用起来很是麻烦。

•  用户需要长期保存这些数年来都用不太到的冷数据到成本较低的storage内，但如果有一天

设计人员需要这些数据时，要能立刻找到并读取，而一直手动处理这事太繁琐了。

•  现在越来越多大数据分析与人工智能的需求，生产数据和大数据平台之间数据如何复制？

•  用户其实不太在乎存储，但是希望有个存储可以满足所有EDA工作的需求，包括性能上，容

量上，管理上……好让大家专注在更有价值的事情上。
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为什么Dell EMC存储适合EDA行业客户
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Dell EMC EDA HPC基础架构解决方案

PowerEdge CPU
高性能计算资源池

PowerEdge 
GPU/FPGA

异构仿真计算资源池

高速交换网络 (10G+IB):
PowerSwitch

NFS高速文件存储系统
Isilon，PowerScale DPS 数据保护解决方案

信
息
安
全

云
赋
能

Pro Support / Pro C
onsult

桌
面
工
作
站/V

D
I

 A
ltair，

 Slurm
，

 LSF

EDA软件工具: Synopsys， Cadence， Mentor， Ansys… 
作
业
调
度
：
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Dell EMC EDA HPC解决方案架构图

IC设计工位
桌面工作站/ 
VDI虚拟桌面- VxRail

Login Farm 登录服务器集群
PowerEdge R740(2台-多台)

管理服务器集群

PowerEdge R740

作业调度

License管理

认证

打印

SCM源代码管理

HPC计算服务器集群

PowerEdge
 C6420HPC数据网络

NFS数据存储系统

 Data Domain数据保护平台

Isilon

Tier1 Tier2 归档

10Gb+

10Gb+

10Gb+

40Gb

NDMP
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半导体企业研发桌面虚拟化解决方案

基础架构方案选择

1.采用传统IT架构
• 服务器以二路服务器为主
• 存储双活架构，实现整体全活架构
• 交换网络选择FC or iSCSI

2.采用超融合架构
• VxRAIL E/P等系列可以支撑普通办公节点
       V系列支持图形办公GPU节点
• 低延迟万兆网络作为交换网络

3.针对图形图像要求高的设计场景
• 通过GPU直通模式来实现

4 虚拟化平台可以选择VMware，桌面终端选择
Wyse

计算资源基础架构

传统架构 HCI架构 GPU直通

桌面终端

桌面池
1

桌面池
2

桌面池
3

桌面池
4

桌面池
…

…

虚拟化平台

桌面池
5

…
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Lorem ipsum dolor 
sit amet， 
consectetur 
adipiscing elit.

• 支持各种规模场景的定
制化设计、部署服务

• 经过优化的客户端

• 服务、硬件、软件（代理、性能增强、管理）和
客户端相互配合

• 由单一供应商提供服务和支持

• 更多选择
• 经工厂测试验证
• 简化/自动化管理

• 业界唯一的病毒免疫型客户端
• 内部或外部部署的自动化管理软件
• 绕过客户端更新周期

最安全、可靠且易于管理

唯一真正的端到端提供商，
单一来源

最易于规划、部署和运行

Dell EMC一站式桌面虚拟化解决方案优势



某国内EDA用户 案例分享
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客户现状

• NAND FLASH ，DRAM等新业务需要更大的算力和存储容量

• NAND FLASH ，DRAM等新业务面临更大的竞争压力和挑战

• 纯NetApp Install Base，现有十几台NetApp存储，资源分布不均

• 数据增长过快，导致存储资源一直紧张，经常需要删除快照释放空间

• 部分存储设备老旧，需要更换

• 大量的卷管理工作

• 运维人员少，压力大，IT热线电话非常繁忙

• 如果更换存储厂商，则需要迁移Netapp的数据至新存储，“长痛”or“短痛”？

• 项目参与厂商：Netapp、IBM、Dell EMC
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方案建议

数据复制

IDC生产机房 集成电路设计园机房

计算集群计算集群 计算集群

LAN LAN

6xF800-7.68TB + 6xH500-16TB
Total 可用1.5PiB（ 519TiB + 1081TiB）

规划思路：
• 采用全闪+混合的单一Isilon集群，简化管理
• 用全闪池应对小文件OPS性能挑战，用混合池应对大文件容量挑战
• 采用自动分层技术，在保证性能的前提下降低成本
• 全闪节点和混合节点均支持横向扩展架构，实现容量和性能线性扩展，避免出现性能问题
• 可单独扩展某种类型节点，灵活高效

8xA2000-12TB
Total 可用1.5PiB
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Isilon全球EDA客户

23

https://www.icinsights.com/news/bulletins/Intel-To-Keep-Its-Number-One-Semiconductor-Supplier-
Ranking-In-2020/

Top 15 Semiconductor Leaders

2020
Rank

Company

1 Intel
2 Samsung
3 TSMC
4 SK Hynix
5 Micron
6 Qualcomm
7 Broadcom
8 Nvidia
9 TI
10 Infineon
11 Mediatek
12 Kioxia
13 Fruit
14 ST
15 AMD
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半导体智能工厂解决方案
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智能排程

智能物流

智能协同

智能识别
标签读写

自动物流

标签读写 生产任务

标签读写

单晶工序

切磨工序

研发、工艺、流程、技术重构与提
升

专家知识库

智能控制

抛光工序

智能生产

智能分析

物料配送

打造半导体智能制造工厂
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半导体制造企业智能工厂

通过大数据和AI检测实现良品
率提升是芯片制造企业的制胜
法宝。
传统HDFS集群需要从生产存
储复制数据到服务器集群，
1PB数据需要3PB空间。海量
服务器管理维护负担重。
我们的计算存储分离架构采用
Isilon做数据存储，数据只需要
保存一份，管理维护升级扩容
很简单。
Cloudera是我们全球合作伙伴
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半导体智能工厂大数据及AI平台建设

     数据源      数据治理      数据分析      数据应用

     半导体生产设备

       产线机器人

       伺服电机

    工业自动化系统

       MES系统

     可视化报表

现场实时监测

设备预防性维护

产品良率监控

表面缺陷检测

重点能耗管控

节点安全预警

智慧设备巡检

           ETL

       数据采集

       数据缓存

       数据交换

       数据转换

       数据清洗

         归一化

       数据加载

    

数据计算平台 CPU/GPU

数据存储平台

数据分析

数据可视化

Python

机理模型

数理统计

机器学习 深度学习
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1x Data 
Copy

1x Data 
Copy

DR
up to
20PB
Isilon

up to
20PB
Isilon

案例: 全球最大半导体制造厂大数据分析架构

Flume 
Collectors

Name 
Node

Name 
Node

6x Data Copies @ 2 
Clusters • 管理维运困难

• 成本高昂
• 架构脆弱
• 无 DR

Before After

超省

超稳

超扩充

Machine Log

Machine 

Log
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案例: 美商内存制造工厂大数据Isilon储存架构
问题: 
1. 贵 & 耗电– SAS 10krpm disk
2. 无法直接用Hadoop分析资料
3. Silo 架构

#folder: 一亿八千万个
#files: 五十亿 (total)
#files: 新増2500万个/天
#files: 新增7亿个/月

1ms

超省

超稳

超快Before After

DR
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制造

封测

设备

设计

研发

半导体
IC设计研发平台

•  EDA HPC

•  研发桌面虚拟化

•  工业仿真

•  工业软件认证的工作站

IC制造核心系统

高性能高可靠IT平台

•   MES 

•   ERP

•   PLM

•   CRM

•   WMS

智能工厂建设

• Greenplum大数据分析平台

• Hadoop大数据平台

• AI深度学习平台

• AI工业产品缺陷检测

• IoT Edge Gateway

制造数据存储与保护

• PowerStore第五代磁盘阵
列

• Isilon数据湖

• BeeGFS/NSS HPC高性能存
储

• Data Domain数据保护

• CyberRecovery数据避风港

Dell EMC半导体行业解决方案





应万变，塑非凡



传输更快

英特尔® 以太网 E810-2CQDA2

每个 PCIe 4.0 插槽高达 200 GbE，  
用于带宽密集型工作负载

计算更全

第三代英特尔® 至强®  可扩展处理器

最高性能的英特尔服务器 CPU，内置人工智能 
和安全解决方案

英特尔® Agilex™ FPGA
业界领先的 FPGA 逻辑性能和性能/功率

存储更多

英特尔® 傲腾™ 固态硬盘
P5800X
传输速度惊人的固态硬盘

英特尔® 傲腾™ 持久内存
200 系列

每个插槽高达 6 TB 内存 +
本机数据持久性

英特尔® 固态硬盘 D5-P5316
首款 PCIe 4.0 144 层QLC 3D NAND
可在 1U 中实现多达 1 PB 的存储

> 500 个合作伙

伴解决方案

今日宣布 – 面向第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器

的最新英特尔数据中心产品组合

优化的解决方案

应万变，塑非凡 3
3



第三代智能英特尔® 至强® 可扩展处理器
专为满足客户需求而打造

隆重推出

面向云、企业、高性能计算、5G 和边缘进行了优化

内置的安全性与英特尔® Software Guard Extensions、英特尔®
Platform Firmware Resilience 和英特尔® Total Memory Encryption

唯一具有内置人工智能（英特尔® 深度学习加速）的数据中心处理器

内置的密码操作硬件加速功能可降低普遍加密对性能的影响

应万变，塑非凡 3
4



第三代英特尔® 至强® 可扩展处理器
应万变、塑非凡

隆重推出

英特尔 10 纳米制程

性能因用途、配置和其他因素而异。配置请参见附录[1,3,5,55]

与使用 5 年的系统相比，

平均性能提高了 2.65 倍
8380 对比E5-2699v4

应万变，塑非凡 3
5

每个处理器

多达 40 个内核

IPC 提升 20％
28 核，ISO 频率，ISO 编译器

平均性能提高 1.46 倍
整数、浮点数、Stream Triad 和 LINPACK 的几何平均值

8380 对比 8280

人工智能推理提升 1.74 倍
8380 对比 8280 BERT



适应最苛刻工作负载的灵活性能
从智能边缘到云的卓越性能

云 5
G

物联网 高性能计算 人工智能

高达

1.5 
倍
延迟敏感工作
负载提升

性能因用途、配置和其他因素而异。配置请参见附录
[5,7,17,19,52]

应万变，塑非凡 3
6

高达

1.62 
倍
网络和通信工作

负载提升

高达

1.56 
倍
图像分类推理提升

高达

1.57 
倍
面向关键疫苗研
究的建模速度提升

高达

1.74 
倍
语言处理推理提升


